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(54) MIKRODRAHT ZUR AUTOMATISCHEN DRANTBONDUNG

(57) Mikrodréhte aus reinem oder dotiertem Gold sind bekannt. Sie lassen sich nach
“konventionellen Verfahren schwierig verformen, so da3 Zusatzverfahren angewandt werden
miissen, die die Eigenschaften beeintrachtigen. Die vorgestellte Erfindung umgeht diesen Mangel,
indem ein edelmetallfreier, gut verformbarer Mikrodraht hergestelit wird, der auf automatischen
Drahtbonderi unter Beriicksichtigung entsprechender Schutzatmosphéren zur Kontaktierung
von Halbieiterbauelementen einsetzbar ist. Der Draht besteht vorzugsweise aus E-Cu bzw. E-Ni,
© wird in direkter Verformung an 15... 160 um-gezogen und zur Eigenschaftseinstellung zwischen
150...900°C/0,1...100s schlulRgegliiht.
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Mikrodraht .zur automatischen Drahtbondung

Anwendungsgebiet

Einsatzgebiet des erfindungsgem&B hergestellten Mikro-
drahtes sind vorwiegend Bmuelemente der Mikroelektronik,
~die thermisch und elektrisch/mechanisch belastet werden
‘kénnen. Insbesondere eignet sich dieser Werkstoff als
bondfshiger Leitdraht in Festkdrperschaltkreisen.

Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen

Nach WP 126 559 und WP 206 574 werden als Mikrodrahte

- fur die automatische Drahtbondung in Festkérperschalt=-
kreisen Feinstdrahte aus AuSN mit erhohter Festigkeit
durch Y + Fe-~ bzw. Co + Cr-Zusatz verwendet. Diese Ma~-
terialien haben neben den gegeniiber Reinstgold verbes-
serten mechanischen Eigenschaften auch eine ausgezeich=
nete Korrosions= und Oxydationsbestindigkeit durch den
hohen Goldanteil, |

Dréhte dieser Qualit&ét lassen sich jedoch im Feinst-
~drahtbereich nur schwer verformen, so daR die Eigen=-
schaften der Mikrodrahte beeintrichtigende Zusatzver-
fahren angewéndt werden mussen, um den Werkstoff an

‘die geforderten Endabmessung ziehen zu kénnen.



Ziel der Erfihdung

Ziel der Erfindung ist ein auf automatischen Drahtbond-
geriten einsetzbarer Mikrodraht, der edelmetallfrei ist
und ohne'2wischéngluhung bzw. Mantelwerkstoffe (Wollaston=
Verfahren) direkt an den geforderten Enddurchmesser ver=
formt werden kann. Bei'Verwendung einer inerten Atmosphé-
re kann die stdrende Korrosion.und Oxydation wahrend des

Bondens vermieden werden,

Wesen der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen leicht-
verformbaren, direktziehféhigen Mikrodraht zu entwickeln,
der auf automatischen Bohdgerétén verarbeitet werden kann,
der kein Edelmetall enthslt und der durch Verwendung
~einer inerten Atmosphire wahrend des Bondprozesses nicht

oxydiert bzw. korrodiert.

Typisch fué die erfindungégéméﬁe Lésung ist der Einsatz
von E«Cu bzw. E=Ni mit Gehalten von 99,9 ... 89,99 % Cu
bzw. Ni, die Erschmelzung im Vakuuminduktionsofen und
die Verarbeitung in bekannter Weise zu Mikrodraht mit
‘einen Durchmesser von 15 ... 150 Sum. Zur Einstellung
der geforderten Eigenschaften ist am Fertigdraht eine
SchluRglihung vorzunehmen im Bereich von 150 ... 600 °C
fur Cu bzw. fur Ni von 400 ... 900 °C bei Zeiten von
0,1 ... 100 s. o

Die VerarbeitungAim Festkérperschaltkreis erfolgt auf
automatisch arbeitenden Bondgeraten. Dabei ist wahrend
der Herstellung der Bondkugel eine Schutzgasatmosphére
Ar/NQ-Gehisch zu.verWenden.



Ausfihrungsbeispiel

Elektrolytkupfer einer Reinheit vor; 99,9 ... 99,99 %
~wird im Vakuuminduktionsofen erschmolzen, auf eine
Vordrahtabmessung von ca. 8 mm Durchmesser gepreft
bzw. gewalzt und nach einer Beizbehandlung an die

Endabmessung direktgezogen.

Im AnschluB an die Verformung wird eine SchluRgliihung
vorgenommen im Temperaturbereich von 150 ... 600 °C bei
Zeiten von 0,1 ... 100 s.
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Erfindungsanspruch

Mikrodraht far automatische Drahtbonder, dadurch gekenn=

zeichnet, daR er aus vorzugsweise Elektrolytkupfer bzw.
Elektrolytnickel einer Reinheit 99,8 l.; 89,99 % besteht:
als Verunreinigungselehente weder 8i, Ga, Sb und Bi ent-
halt und in bekannter Weise an.einen,Dﬁrqhmesser von

15 ... 150 /um'gezogen wird} wobei zur Einstellung der
geforderten Eigenschaften eine SchluBglihung im Bereich
von 150 ... 900 °C/0,1 ... 100 s vorgenommen werden kann
und die Verarbeitung im Drahtbonder bei dem Anschmelzen
der Kugel eine Schutzgasatmosphére verwandt wird, um

eine Korrosion/Oxydation zu vermeiden.
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